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OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

O objetivo geral da disciplina € proporcionar aos estudantes um entendimento técnico/cientifico dos
procesos tecnoldgicos baseados em plasma e dos equipamentos que sdo usados atualmente para
tratamento e processamento de materiais através do estado fisico de plasma.

EMENTA

Aspectos basicos de ciéncia de materiais e a interagao plasma/superficie. Geragao de plasma em baixa
pressdo. Geracao de plasma em pressdo atmosférica. Reatores de plasma usados na industria. Técnicas
e dispositivos usados em reatores de plasma. Efeitos dos parametros de plasma no tratamento de
materiais. Técnicas de diagndstico do plasma e correlacdo entre varidveis independentes de entrada e
variaveis de saida; correlacdo entre as varidveis do plasma e os resultados do processamento por
plasma. Tipos de aplicagdes mais usadas no tratamento/processamento de materiais por plasma.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1- Interagdo plasma/superficie no processamento de materiais. Neste capitulo sdo considerados os
aspectos fisicos basicos dos materiais que s@o importantes na interagao plasma/superficie:
interagdo atOmica e através de particulas carregadas (elétrons e fons).

2- Plasma em pressao atmosférica: tipos de reatores que operam em plasma atmosférico;
caracteristicas do plasma em pressdo atmosférica; aplicagdes de plasmas em pressao
atmosférica.

3- Plasma gerado em ambiente de baixa pressao (sistemas de vacuo): caracteristicas do plasma
gerado em baixa pressao; varidveis de controle do processo; tipos de tratamento e
processamento de materiais realizados em plasma de baixa pressao e fora do equilibrio
térmico.

4- Reatores de plasma usados industrialmente para o processamento e tratamento de materiais.
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5- Técnicas e dispositivos para uso de plasmas em aplicagdes especificas: apresentacdo de
técnicas especificas para os casos de tratamentos especificos como erosao por plasma e
deposi¢do de filmes por plasma.

6- Efeitos dos parametros do plasma no tratamento de materiais como a pressao do gas de
trabalho, voltagem e corrente elétrica, campo elétrico/magnético, tipo de gés e espécies
reativas, pressao e fluxo de gases.

7- Técnicas de diagndstico no processameto por plasma: medidas dos parametros de plasma;
concentracdo de espécies ativas; efeitos nas superficies tratadas; performance da superficie
tratada.

8- Tratamento de superficies por plasma: interacao das espécies ativas do plasma com a
superficie; efeitos na energia de superficie, molhabilidade e aderéncia.

9- Modificagdo da superficie de materiais por implantacdo e difusdo de 4tomos a partir da
ativacao por plasma.

10- Deposicao de filmes por PVD - condensagdo de vapor e pulverizacdo catddica (sputtering):
tipos de tecnologia para a deposi¢ao de filmes e a correlagdo plasma/propriedades dos filmes.

11- Deposicao quimica de vapor assistida por plasma (PECVD): Deposi¢ao de filmes poliméricos
e ndo poliméricos.

METODOLOGIA PROPOSTA

Aulas expositivas da matéria, exercicios, trabalhos em grupo, apresentacdo de trabalhos.

AVALIACAO

Prova e apresentacao de trabalhos de pesquisa bibliografica.
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